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DESCRIPCION

Panel y procedimiento para fabricar un panel.

La invencion se refiera a un panel segin el predm-
bulo de la reivindicacién 1 y a un procedimiento para
fabricar un panel segtn el predmbulo de la reivindica-
cién 10. Asimismo, un procedimiento de fabricacién
para una placa de soporte es objeto de la invencidn.

Un panel de este tipo es especialmente adecuado
para un panel de suelo.

Como placa de soporte en el campo de los suelos
laminados se emplean generalmente placas HDF (de
alta densidad) o MDF (de densidad media) que pre-
sentan un estampado en la superficie para que pueda
conseguirse en el lado superior una estructura siguien-
do la decoracién. El proceso de estampado se realiza
paralelo a un recubrimiento de ciclos cortos mientras
que se prensan varias capas de papel entre si y con una
estera de material de madera, preferiblemente fibras.
En este caso la estructura se crea mediante chapas pa-
ra prensar que presentan una estructura negativa. Este
proceso es caro y se caracteriza por un desgaste ele-
vado de las chapas para prensar.

El objetivo de la invencién es facilitar un panel o
bien una placa de soporte a partir de medios agluti-
nantes y materiales de relleno y un procedimiento pa-
ra su fabricacién con los que pueda realizarse una fa-
bricacién més ripida y econdmica de paneles estruc-
turados superficialmente.

Segiin la invencién este objetivo se alcanza me-
diante un panel con las caracteristicas de la reivindi-
cacion 1 y un procedimiento de fabricacion segin las
reivindicaciones 10 6 14. En las reivindicaciones de-
pendientes se describen configuraciones y perfeccio-
namientos ventajosos de la invencion.

La densidad diferente en el lado superior de la pla-
ca de soporte en relacién con el lado inferior facilita
el estampado o estructuracién de la placa de soporte
debido a la menor resistencia, con lo que se reduce
el desgaste de las chapas de estampado u otras herra-
mientas estructurales. También la estructuracién o es-
tampado puede realizarse de manera mas rapida, lo
que lleva en total a una fabricacién mds répida y eco-
némica.

Mediante la configuracién de la placa de soporte
con una densidad inferior a 700 kg/m* con un factor
de encolado simultdneo superior al 10% se consigue
que la placa de soporte casi presente propiedades si-
milares al pldstico con respecto al peso y a la resis-
tencia, sin embargo el empleo de material debido a
los materiales de madera incrustrados, preferiblemen-
te fibras, es sustancialmente menor.

Un perfeccionamiento prevé que la placa de so-
porte presente una densidad entre 400 kg/m® y 650
kg/m?, por lo que se provoca una resistencia optima
en relacion con la densidad y el empleo de material.

De manera ventajosa, para encolar los materiales
de madera o las fibras de la placa de soporte se em-
plean resinas de urea (resinas urea-formaldehido UF)
o resinas de urea-formaldehido reforzadas con mela-
nina (MUF). Ademads puede emplearse isocianato co-
mo producto de encolado de la fibra en la placa de
soporte, estando previstos isocianatos con factores de
encolado inferiores a un 20%. Los isocianatos debido
a su alta resistencia térmica ofrecen también la posibi-
lidad de realizar factores de encolado mads altos. Ade-
mas afiadiendo isocianatos, se mantiene la resistencia
durante un recubrimiento de la placa de soporte de
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gran calor, dado que empleando sélo resinas de urea
existe la tendencia de que la placa de soporte durante
el recubrimiento sufra una pérdida de resistencia.

Para el acabado adaptado de placas de soporte se-
gln la carga y finalidad de empleo se prevé emplear
una mezcla de isocianatos y resinas UR y MUF como
productos de encolado de los materiales de madera o
fibras y de la placa de soporte.

Un perfeccionamiento de la invencién prevé que
la placa de soporte presente una distribucién de gro-
sor irregular por la seccién transversal desde el lado
superior al lado inferior, presentando la capa de re-
cubrimiento que se encuentra en el lado inferior una
densidad en el intervalo de 1000 kg/m?, mientras que
las capas centrales estdn comprimidas de 400 kg/m?® a
600 kg/m* por la seccién transversal. El lado superior
tiene una densidad inferior al lado inferior, sin em-
bargo de manera mds ventajosa una densidad mayor
que en el centro de la placa de soporte. Mediante la
compresién mds alta en los lados inferior o superior
se garantiza que se alcance una resistencia alta frente
al esfuerzo mecanico vertical, tal como es necesario,
por ejemplo, en el caso del empleo para paneles de
suelo. Un panel con una placa de soporte de este tipo
estd dotado en el lado superior y en el lado inferior
de una capa terminal que habitualmente se compone
de una capa de decoracién impregnada de melanina o
capa de contratraccién para proteger adicionalmente
la placa de soporte frente a los dafios mecénicos.

Debido al ahorro de peso de las placas de soporte
especificamente mads ligeras, los costes de transpor-
te se reducen y ademds se consigue una flexibilidad
de la placa de soporte hasta el momento desconocida
mediante la que son posibles configuraciones de per-
fil especiales, especialmente las denominadas uniones
que hacen clic.

Ademais el aumento del factor de encolado lleva a
una resistencia a la humedad mejorada dado que me-
diante el porcentaje de material de madera reducido
en las placas la tendencia al hinchamiento de la pla-
ca de soporte se reduce. Habitualmente la penetracién
de humedad en la zona de los puntos de unién de dos
placas de soporte o de dos paneles de suelo lleva a un
hinchamiento de las placas de soporte en esta zona y
con ello a una rotura del suelo. La placa de soporte
segun la invencion y un panel de suelo fabricado con
ella es adecuado debido a la tendencia reducida a la
hinchazén (por debajo del 5%) especialmente para el
empleo en espacios himedos.

Ademads debido a las capas comprimidas en nive-
les diferentes dentro de la placa de soporte se produce
una refraccién de las ondas sonoras en las transicio-
nes de densidad de manera que se reduce claramente
el ruido de pasos y de interiores.

El procedimiento para fabricar un panel, especial-
mente un panel de suelo, en el que se fabrica una placa
de soporte mediante la compresién y calentamiento de
materiales de madera encolados prevé que la placa de
soporte esté dotada en un lado superior de una super-
ficie estructurada y que una capa terminal se instale en
la placa de soporte dotada del estampado. Mediante el
ajuste de una densidad diferente en el lado superior y
el lado inferior de la placa de soporte se facilita el es-
tampado de la placa de soporte, porque la resistencia
de la capa de recubrimiento de la placa de soporte en
el lado superior es menor que en el lado inferior. La
resistencia total del panel se ve afectada sélo ligera-
mente dado que el lado inferior presenta una densidad
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y resistencia muy alta y debido a los altos porcentajes
de encolado pueden conseguirse valores de material
mejorado.

La reduccién en un lado de la densidad aparen-
te de la placa de soporte en el lado superior durante
el proceso de produccién se realiza o bien mediante
abrasion de una capa de recubrimiento del lado supe-
rior o mediante la instalacién en un lado de buenos
conductores térmicos, tal como agua, en el lado in-
ferior antes del calentamiento y compresién del mate-
rial de madera en la fabricacién de la placa de soporte.
La alimentacién de medios conductores térmicos, por
ejemplo, rociando los materiales de madera, que por
ejemplo estan configurados como estera de fibras, lle-
va a una penetracién mds rapida del calor en la estera
de fibras. Por ello los adhesivos se activan mds rapi-
damente y se produce una compactacion reforzada en
un lado de la estera de fibras. En el lado opuesto la
compactacion es de manera correspondiente mds re-
ducida de manera que este lado puede emplearse para
un estampado de la superficie mas sencillo. Mediante
este procedimiento la estructura de fibras se mantie-
ne con una diferencia simultdnea de la densidad en el
lado inferior y superior, lo que repercuta de manera
ventajosa en la resistencia de la placa de soporte y del
panel.

De manera alternativa o complementaria al estam-
pado, la estructura de la placa de soporte puede crear-
se mediante abrasion.

A continuacién se explica la invencién detallada-
mente mediante las figuras adjuntas. Muestran:

La figura 1, un panel en vista en seccidn transver-
sal, y

La figura 2, una distribucién de la densidad por la
seccion transversal de una placa de soporte.

La figura 1 muestra en seccion transversal un pa-
nel de suelo con una placa 1 de soporte en cuyo lado
15 superior y lado 5 inferior se instala una capa 10 ter-
minal. Las capas 10 terminales se instalan en las capas
7, 17 de recubrimiento que forman el cierre externo
de la placa 1 de soporte, se encolan preferiblemente y
protegen la placa 1 de soporte, por ejemplo, frente a
la humedad y cargas mecdnicas. Asimismo, estas pla-
cas 10 terminales pueden presentar una decoracién y
aumentar la estabilidad mecdnica del panel de suelo.

En los bordes laterales del panel estian configura-
dos medios 2, 3 de bloqueo que impiden un movi-
miento relativo de dos paneles unidos entre si tanto en
direccién V vertical como uno en la direccién Q trans-
versal. La placa 1 de soporte se fabrica en este caso de
un material de fibra que normalmente se emplea para
la fabricacién de placas HDF, de manera alternativa
o complementaria se incorporan también otros mate-
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riales de madera. Las capas 7, 17 de recubrimiento
de la placa 1 de soporte presentan en contraposicioén
al nuicleo 20 de la placa 1 de soporte una densidad
fundamentalmente més elevada, consiguiéndose den-
sidades de hasta 1000 kg/m® en las capas 7 de recu-
brimiento del lado 5 inferior, en la capa 17 de recu-
brimiento del lado 15 superior se ajustan densidades
menores. Dentro del nicleo 20, la densidad disminu-
ye de manera continua hasta el centro M de la placa
1 de soporte, mostrandose en la figura 2 una distribu-
cién de densidad correspondiente mediante el espesor
d de una placa 1 de soporte. En ésta puede observarse
que se alcanza el valor menor para la densidad p en
el centro M de la placa de soporte, mientras que a lo
largo del espesor d de la placa de soporte partiendo
desde el centro M aumenta la densidad p para alcan-
zar su méaximo en las superficies de las capas 7, 17
de recubrimiento, siendo el valor maximo en el lado
15 superior menor que el valor méximo en el lado 5
inferior.

Mediante la densidad extremadamente alta en la
capa 7 de recubrimiento del lado 5 inferior en el inter-
valo de 1000 kg/m?, a la placa 1 de soporte se le con-
fiere la resistencia necesaria frente a esfuerzos meca-
nicos verticales, consiguiéndose en combinacién con
el empleo de resinas UF y MUF, dado el caso mezcla-
das con isocianatos, una flexibilidad especial dentro
de la placa. Al anadir isocianatos se mejora la resis-
tencia a la humedad de la placa 1 de soporte de ma-
nera que las propiedades esenciales de la placa 1 de
soporte se fijan mediante las resinas empleadas o los
plasticos aplicados.

La figura 1 muestra ademas la superficie estructu-
rada del lado 15 superior y de la capa 10 terminal ins-
talada sobre la misma, pudiendo realizarse la estruc-
tura mediante el estampado en el recubrimiento con
la capa 10 terminal. La densidad reducida de la capa
17 de recubrimiento en el lado 15 superior en relacién
con el lado 5 inferior facilita el proceso de estampado
y reduce el desgaste de las chapas de estampado.

Alternativamente al rociado de la estera de fibras
con agua pueden aplicarse otros medios conductores
térmicos de manera encauzada en las fibras o se ins-
talan sobre las fibras para conseguir una distribucién
de densidad asimétrica a lo largo del espesor de la
placa de soporte. En lugar de agua pueden emplearse
otros liquidos. Asimismo es posible ajustar la estera
que va a presionarse mediante una dispersion adap-
tada de los materiales de madera o fibras de manera
que la placa de soporte presente una distribuciéon de
la densidad asimétrica, por ejemplo al componerse la
capa de recubrimiento superior de un material que no
pueda comprimirse en un grado tan alto.
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REIVINDICACIONES

1. Panel, especialmente panel de suelo con una
placa (1) de soporte a partir de material de fibra enco-
lado y comprimido sobre la que se aplica en cada caso
en un lado (15) superior y un lado (5) inferior una ca-
pa (10) terminal y la capa (10) terminal del lado (15)
superior presenta una superficie estructurada, carac-
terizado porque la densidad en el lado (15) superior
de la placa (1) de soporte es menor que la densidad de
la placa (1) de soporte en el lado (5) inferior.

2. Panel segun la reivindicacién 1, caracterizado
porque la placa (1) de soporte presenta una densidad
inferior a 700 kg/m?®.

3. Panel segun la reivindicacién 1 6 2, caracteri-
zado porque el factor de encolado de la placa (1) de
soporte es superior al 10%.

4. Panel segtin una de las reivindicaciones ante-
riores, caracterizado por resinas UF o resinas MUF
como productos de encolado de las fibras de la placa
(1) de soporte.

5. Panel segtin una de las reivindicaciones anterio-
res, caracterizado por isocianatos como productos de
encolado de los materiales de madera de la placa (1)
de soporte.

6. Panel segin la reivindicacién 5, caracterizado
por un factor de encolado inferior al 20% para isocia-
natos.

7. Panel segtin una de las reivindicaciones ante-
riores, caracterizado por una mezcla de isocianatos
y resinas UF o MUF como productos de encolado de
los materiales de madera de la placa (1) de soporte.

8. Panel segiin una de las reivindicaciones ante-
riores, caracterizado porque la placa (1) de soporte
presenta una distribucion de densidad irregular por la
seccion transversal del lado (15) superior hacia el lado
(5) inferior.

9. Panel segtn la reivindicacién 8, caracterizado
porque en el lado (5) inferior de la placa (1) de soporte
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existe una densidad de 1000 kg/m?, mientras que en el
centro de la placa (1) de soporte existe una densidad
de 400 kg/m’ a 600 kg/m?>.

10. Procedimiento para fabricar un panel, espe-
cialmente panel de suelo, en el que una placa (1) de
soporte se fabrica mediante la compresion y calenta-
miento de materiales de madera encolados y la pla-
ca (1) de soporte se dota en un lado (15) superior de
una superficie estructurada y se aplica una capa (10)
terminal sobre la placa (1) de soporte dotada del es-
tampado, caracterizado porque la densidad en el lado
(15) superior de la placa (1) de soporte se ajusta para
ser menor que la densidad de la placa (1) de soporte
en el lado (5) inferior.

11. Procedimiento segtin la reivindicacién 10, ca-
racterizado porque la densidad diferente se ajusta
mediante abrasién de una capa de recubrimiento del
lado (15) superior.

12. Procedimiento segtn la reivindicacién 10, ca-
racterizado porque la densidad diferente se ajusta
mediante la instalacion en un lado de medios conduc-
tores térmicos, especialmente agua, en el lado (5) in-
ferior antes del calentamiento del material de madera.

13. Procedimiento segtn la reivindicacién 10 a
12, caracterizado porque la superficie estructurada
se crea mediante abrasion y/o estampado.

14. Procedimiento para fabricar una placa (1) de
soporte a partir de material de fibra encolado y com-
primido a partir de un material de madera para un pa-
nel, especialmente panel de suelo, en el que la densi-
dad en el lado (15) superior de la placa (1) de soporte
es menor que la densidad de la placa (1) de soporte
en el lado (5) inferior, en el que el material de fibra se
comprime mediante alimentacién de presion y calor,
caracterizado porque la densidad de la placa (1) de
soporte en el lado (15) superior se ajusta mas baja por
la aplicacién en un lado de agua en el lado (5) inferior
antes del calentamiento y la compresién del material
de madera.
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